sonermed) POPIS VYNALEZU

"REPUBLIKA

213 532

(19) ; £ - (1) (B1)
K AUTORSKEMU OSVEDCENI
(61)
gg; Xg;tl;g; griorita 19 o1 81 (51) Int.Cl> H Ol L 21/56
(21) ("Pv 326-81)
URAD PRO VYNALEZY ]
| (40) Zvelejnéno 10 09 81
A OBJEVY | (45) Vydino 01 03 84
(75)

Autor vynélezu MAKOVISKA JAN ing., VELIM, KOLMAN BOHUMIL ing., PRAHA,

MARE!S JAROSLAV, KOLIN

(54) Zpusob zalévéni elektronickjch soudéstek v lici formd nebo pouzdru

Vyndlez se tykd zpisobu zalévéni ele-—
stronickych souléstek a obvodi v lici for-
mé nebo pouzdru a fesi problém pouZiti
elektroizoladnich laki k zalévéni t&chto
souléstek,

Podstatou vyndlezu js vyplndni pouzdra
( pl4Zté) nebo lici formy sklen¥nymi mikro-
kulildkami nebo granulemi z termoplastu tak,
aby vytvofené dutiny mdly maximédlni rozmdr
men3i ne? Jje tlouStka mezni mezery pro po-
lymeraci laku a tento prostor se zalije
elektroizoladnim lakem, ktery se néslednd
vytvrdi.
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VynAlez se tjké splsobu zalévéni elektronickych, zejména polovodidovych soudéstek
v lici forﬂ » D8bo pouzdru.

Elektronické soudéstky s obvody sejména polovodilové jake jsou transzistory, diody,
tyristory, mistkové obvody, tenkovratvé obvody, integrovené obvody a pod. se velmi lasto
gapousdiuji do plastd spravidla epoxidovych, lili_konovioh, epoxisilikonovjch, fenolformal-
dehydovioh, polyurethanoviych a j. pryskyfic, které se zpracovévaji pro tyto fitely bud
jako lici / salévaci / hmoty nebo jeko hmoty lisovaci. Lisovaci hmoty jsou vhodné-pro vel-
kou produkci rozm¥rovd mendich, tvarovd jednodudfich soudéstek nebo obvodl, proto doséhly

znadného vyuiiti ve virobd ku p¥. integrovanych obvodi, Slofenim se lisovaci a lici hmoty
| od sebe pFili¥ pelisis lisovaci hmoty miveji vitsi cbssh plniva a proto vylisky ma ji opro-
%4 odlitkdm ni¥¥{ lineérni roztainost. Lici hmoty maji lepSi pFilnavost ke Xovovim vivodum
a pod., protofe neobsahuji vnitini separédtor 6bsa§en& v lisovacich hmotéch pro snadné vy-
jimént vyliskd & formy satimco u licich hmot se pouiiva pouze vnijsi separétor ku p¥. si-
1ikonové pasta nanesend na povrch formy, oviiem jen tehdy, pokud se forma nestévA integrél-
ni 34sti odlitku. V tom plipadd se jedné o tak svané sapousdfovéni odlévénim s plédtidm:
ten mk tvor visleduého vyTobku a jeho rosméry také odpovidaji rozm¥rim virobku., VndJjsi
plés% mife byt podle typu souddstky vyroben z riznjch materidld, mife vt kovovy, vyli-
sovén $ termoplastu, nebo reaktoplastu a ped, Vyhodou techniky odlévéni s plaStém oproti
klasickému spisobu odlévéni je, Ze vn¥jsi tvar takto vyrobenyoch souléstek je dokonalejii.
Jednim 3 problémd pfi sapousdfovéni odlévénim s plést¥m byvé ndkdy Spatné plilnavost za-
lévaci pryskyfice k plésiti. Obecnd je nutné zelévéani provéddt ve vakuu k vili odstrandni
bublin a pbrf v odlitku nebo poutiti techniky odstfedivého 1iti, Odplyfuje se zpravidla
pamichand lici smds pled salitim a pak i po zaliti ve form$ resp. v plésti. Napf., epoxi-
dové pryskyfice jsou spracovény obvykle pii tlaku mensim nef 13 kPa. Problémy pii zapou-
gaFovéni do licich prysky¥ic veniksji p¥i miseni Jjednotlivyoh sloZek, nebot se jednd
obvykle o viceslofkovy systém, takie jsou problémy s odm¥fenim slofek, s homogenizaci
smisi protoZe naph, nékterd pluniva maji ve smisi tendenci sedimenteavat,

 Podobné slofeni a vlastnosti: jako lici nebo silikonové hmoty maji i ndkteré elektro=

igoladni laky, mapt. epoxidové laky odpovidaji 1icim resp. lisovacim epoxidim, podobn#
silikony, polyurethany, fenolformaldehydy a tp. Nékdy v disledku rozlidnych modifikaci
a kombinaci rdsnyoh slofek polymeru se deciluje i vynodn¥jEich vliastnosti kup¥. lepii
adhese, lepsi flexibility, niffino smrit¥ni, lepéich dielektrickych vlastnosti a pod, P¥i
tom vEak nejsou tyto laky poufitelné k vyrébsdni odlitky, at u% z divodd, %Ze jde o rozpou-
#t¥dlovy systém a odpaFeni rozpoustidla a polymerace by nefmdrn® prodlufovaly doby vytvr-
seni, nebo proto, ¥e u dvouslofkovych bezrozpoustédlovych laki dochézi k uvoln¥ni velké~
ho exothermického tepla pii polymeraci, takfe Jjeo lze poufit k mn&;anﬁ. tenkych ochrannych
vratev kupf. k ochrand plo#nych spoji.

Predloleny vyndles odstraduje uvedené nevjhody a Fedi dany problém v podstatd tak,
¥e 1lici forma pfip. poudro se vyplni sklendnymi mikrokulilkami, pfilemf dutiny mezi nimi
maji maximilni rozm¥r men3i nef Je tloudtka ﬁuni vrstvy pro polymsraci elektroizoladni-
ho laku. Takto vytvoPené dutiny se zaleji elektroizoladnim lakem, ktery se vytvrdi.
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Vyhodou zpisobu zalévéni elektronickjych soudéstek v lici form® nebo pouzdru podle

vynélezu je zejména to, %e odpadaji problémy s evakuovénim lici emdsi a s jeji homogeni-
zaci: odlitky zhotovené vye uvedenym zplisobem jsou dostatelnd homogenni a bez bublin

a pbri. PFi tom 1lze volit i systémy, které nevyZaduji zvySené teploty pfi polymeraci, ale
polymeruji kontrolovatelnym zpisobem jen za niZSich teplot a v tenkych vrstvéach.

K vyplnéni lici formy mebo pouzdra je tiebe poufit sklendnych mikrokulilek /sklen¥-
né balotiny / resp. granuli % termoplastu vhodné velikosti pﬁpgd.né vhodn¥ gzvolit pomdr
mikrokulidek ruznjch prim$ri. Pak je moZno docilit aZ devatesatd procent vypln¥ni prosto-
ru. Z4syp se zalljes vhodnym elektroizolalnim lakem, ktery vyplni dutiny,

Doba a teplota vytvrzeni a tlek pii zaliti zévisi ns povaze laku a na vySce odlitku,
Z povliaki schopnjch polymerace ve vrstvé silné napis 1 mm lze zhotovit odlitky na jedno
zaliti o vySce pfibli¥n¥ 10x vétdi, t.j. 1 cm.

Soudhstky nebo obvody vysoké 2 &% 3 cm, a tech je v praxi fétﬁina, 1ze v tomto p¥i-
padé zapouzdiit na dvd a¥ t¥i zaliti,

PouXijeme~1li jako plniva granule z termoplastu je ndkdy vyhodné pouZit rozpoustidlo-
v§ typ laki s rozpoustddlem, které pfed odpafenim a zpolymerizovéAnim laku nalepté povrch
termoplastovych graauli, takZe se vytvofi kompaktni celek termoplastu a laku ; Jedn& se
zde vlastn¥ o zapouzdfeni inatropni smési termoplastu a elektroizolaéniho laku .

Vnit¥ni prostor pouzdra polovodilového mistkového obvodu tvofeného vyliskem z epoxidové
pryskyfice o vyice 2 cm a pfipojeného nap¥. epoxidovym lepidlem ke kovové zhkladnd se
vyplni do poloviny sklendnymi mikrokulilkami o ¢ 0,125 mm a zalije se roztokem silikon-
akrylatového laku v toluenu tak, aby dod3lo k vypln¥ni viech dutin mezi mikrokulidrami,
Pb odpa¥eni toluenu a vytvrzeni laku, coZ trva pfi teplotd 20°¢c 24 hodin, se cely pos-
tup opakuje .

Pfiklad 2
Vnit#ni prostor pouzdra polovodifového mistkového obvodu se vyplni granulemi z termoplas—

tu napf. polypropylenu a zalije sed poloviny roztokem silikonakrylatového laku v tolu-
enu, Po odpafeni toluenu a polymeraci laku se pouzdro dolije uvedenjm lakem.

Vnit#ni prostor pouzdra polovodidového mistkového obvodu se vyplni sklendnjmi mikrokulid-
kami a zalije se roztokem silikonakrylédtového laku v toluenu. Poté se souldstka vloii
do vakuové suSarny a za tlaku 13,3 kPa a pfi teplotéd 60° ¢ se lak vytvrdi za 6 hodin.

PREDMET VYINALEZU

1. Zplsob zalévéni elektronickych souddstek v lici form& nebo pouzdru v yznadeny
t i m, %fe lici forma piipadn& pouzdro se vyplni sklen&nymi mikrokulilkami, piilem¥
dutiny mezi niml maji maximidlni rozm&r men3i neZ je tloustka mezni vrstvy pro polyme-
roci elektroizoladniho laku, a takto vytvoPfené dutiny se zaliji elektroizoladnim la-
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kem, nale? se elektroizola¥ni lak vytvrdi.

2, Zpisob zalévéni elektronickjych souddstek podle bodu 1., vyznadeny tim,
Yo lici forma p¥ipadnd pouzdro se vyplni granulemi z termoplastu. '

3, Zphsob zalévéni elektronickych souddstek podle bodu 1,a2, vyznadéeny tim,
%o dutiny mezi sklen¥nymi mikrokulilkami pfipadn¥ granulemi z termoplastu se zaliji
elektroizoladnim lakem alespoli ve dvou dévkéch,

4, Zplisob zalévéni elektronickych souddstek podle bodu 3. , vy zn a Eeny tim,

%o po zaliti dutin kaZfdou dévkou elektrolzoladniho laku se tento lak vytvrdi.

Vytiskly Moravské tiskaiské zévody, Cena: 240 K¢&s
provoz 12, Leninova 21, Olomonc
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